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Abstract (en)
The method for cutting a strip (5) of paper and turning the signatures produced around comprises perforating the strip to form partially separated
signatures. The sections are then fed through a cutter (14) to separate them completely. A first belt (30) is fed between the cutters and the
signatures are supported between it and a second belt (40). They are then alternately fed straight on, on the first belt, or turned through 180 degrees
on the second belt. An Independent claim is included for a device for use in the above process.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Umlenken von Signaturen (7). Eine erste Schneidevorrichtung (12) schneidet eine
Bahn (5) teilweise. Eine der erste Schneidevorrichtung (12) nachgeordnete zweite Schneidevorrichtung (14) durchtrennt die Bahn (5) vollstandig,
so dass eine Vielzahl von Signaturen (7) entsteht. Die Signaturen (7) werden von mindestens einem ersten Band (30) und mindestens einem
zweiten Band (40) erfasst, wobei das erste Band (30) mindestens einen ersten erhéhten dufBeren Abschnitt (31) aufweist und durch mindestens
einen Teil der zweiten Schneidevorrichtung (14) verlauft und wobei das zweite Band mindestens einen zweiten erhdhten duBeren Abschnitt (41)
aufweist. Der erste erhdhte duBBere Abschnitt (31) und der zweite erhdhte duBere Abschnitt (41) wirken zusammen, um die Vielzahl von Signaturen
(7) abwechselnd zu versetzen, so dass ein erster und ein zweiter Signaturenstrom entstehen. <IMAGE>
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